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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱伝達管理装置であって、
　絶縁基板と該絶縁基板に結合された複数の熱伝導トレースとを有する複合層と、
　前記複合層に結合された発熱部品マウントと、
　前記複合層に結合され且つ前記発熱部品マウントから遠位に配置された低耐熱性部品マ
ウントと、
を具備し、
　前記複数の熱伝導トレースの少なくとも一つが前記発熱部品マウント及び前記低耐熱性
部品マウントと電気的に導通し、
　前記熱伝導トレースの少なくとも１つが、前記発熱部品マウント及び前記低耐熱性部品
マウントの少なくとも一方から電気的に絶縁され、前記発熱部品マウントの外周の部分と
前記低耐熱性部品マウントの外周の部分との間の領域を横断する、熱伝達管理装置。
【請求項２】
　第２の低耐熱性部品マウントをさらに具備し、
　前記熱伝導トレースの少なくとも１つが、前記発熱部品マウント又は前記第２の低耐熱
性部品マウントの少なくとも一方から電気的に絶縁され、前記発熱部品マウントの前記外
周の部分と前記第２の低耐熱性部品マウントの外周の部分との間の領域を横断する、請求
項１に記載の熱伝達管理装置。
【請求項３】
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　前記複合層に結合された目標熱排出領域を更に具備し、前記低耐熱性部品マウントから
電気的に絶縁された前記熱伝導トレースの少なくとも１つが前記目標熱排出領域と熱的に
導通する、請求項１に記載の熱伝達管理装置。
【請求項４】
　前記熱伝導トレースの少なくとも１つが、前記発熱部品マウントの外周の部分と前記低
耐熱性部品マウントの外周の部分との間の領域から離間された位置において前記発熱部品
マウントから前記目標熱排出領域に向かって延びる、請求項３に記載の熱伝達管理装置。
【請求項５】
　前記目標熱排出領域がヒートシンクを具備する、請求項３に記載の熱伝達管理装置。
【請求項６】
　前記複数の熱伝導トレースの少なくとも２つが、前記発熱部品マウントからの距離を増
すにつれて互いに離れて広がる、請求項１に記載の熱伝達管理装置。
【請求項７】
　絶縁基板と該絶縁基板に結合された複数の熱伝導トレースとをそれぞれが有する複数の
複合層と、
　前記複数の複合層を通して延び、且つ、異なる複合層の前記熱伝導トレースを互いに熱
的に導通させるビアと、
　前記複合層の１つの前記発熱部品マウントに結合された発熱部品と、
　前記複合層の１つの前記低耐熱性部品マウントに結合された低耐熱性部品と、を更に具
備し、
　前記発熱部品マウント及び前記低耐熱性部品マウントが異なる複合層に結合される、請
求項１に記載の熱伝達管理装置。
【請求項８】
　熱伝達管理装置であって、
　絶縁基板と該絶縁基板に結合された複数の熱伝導トレースとを有する複合層と、
　前記複合層に結合された発熱部品マウントと、
　前記複合層に結合され且つ前記発熱部品マウントから遠位に配置された低耐熱性部品マ
ウントと、
　前記発熱部品マウントから遠位に配置された目標熱排出領域と、
を具備し、
　前記複数の熱伝導トレースの少なくとも一つが前記発熱部品マウント及び前記低耐熱性
部品マウントと電気的に導通し、
　前記熱伝導トレースの少なくとも一つが、前記発熱部品マウント及び前記低耐熱性部品
マウントの少なくとも一方から電気的に絶縁され、前記発熱部品マウントの外周の部分と
前記低耐熱性部品マウントの外周の部分との間の領域を横断する、
熱伝達管理装置。
【請求項９】
　前記複数の熱伝導トレースが、前記低耐熱性部品マウントに対して凹状である入れ子配
列で配置される、請求項１に記載の熱伝達管理装置。
【請求項１０】
　前記熱伝導トレースの少なくとも一つが、前記発熱部品マウント及び前記第２の低耐熱
性部品マウントと電気的に導通する、請求項２に記載の熱伝達管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１４年７月２５日に「複合層を有する熱伝達管理装置」という発明の名称
で出願された米国特許出願第１４／３４０６１４号明細書に関連した出願であり、その全
ての開示は、ここに参照により包含される。
【０００２】
　本明細書は、概して熱伝達管理装置に関し、より詳細には、熱流束を案内する熱伝導ト
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レースを備えた複合層を有する熱伝達管理装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　一般的に、電気部品は、電気部品の動作に起因する熱を生成する。しかしながら、発熱
の増加は、電気部品の性能及び動作に有害となり得る。したがって、電気部品の動作によ
って生成される熱は、周辺環境へと排出される。ある用途において、他の電気部品からの
熱が低耐熱性の電気部品の動作に悪影響を与える位置に、低耐熱性の電気部品が配置され
得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、熱エネルギの流れに影響を与える熱伝達管理装置が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　１つの実施形態において、熱伝達管理装置は、絶縁基板及び絶縁基板に結合される複数
の熱伝導トレースを備えた複合層を有し、複数の熱伝導トレースは、第１の熱伝達促進領
域内及び第２の熱伝達促進領域内に配置され、第１の熱伝達促進領域の複数の熱伝導トレ
ースの少なくとも１つは、第２の熱伝達促進領域内の熱伝導トレースの少なくとも１つを
横断する（又は交差する）方向に延びる。さらに熱伝達管理装置は、複合層に結合された
発熱部品マウントと、複合層に結合され且つ発熱部品マウントから遠位に配置された低耐
熱性部品マウントと、を有する。複数の熱伝導トレースの少なくとも１つは、発熱部品マ
ウント及び低耐熱性部品マウントと電気的に導通し、複数の熱伝導トレースの少なくとも
１つは、発熱部品マウント又は低耐熱性部品マウントの少なくとも一方から電気的に絶縁
される。
【０００６】
　別の実施形態において、熱伝達管理装置は、複数の複合層を有し、それぞれの複合層は
、絶縁基板及び絶縁基板に結合された複数の熱伝導トレースを有する。さらに熱伝達管理
装置は、複合層の１つに結合された発熱部品と、複合層の１つに結合され且つ発熱部品か
ら遠位に配置された低耐熱性部品（又は熱に敏感な部品）と、を有する。さらに熱伝達管
理装置は、少なくとも２つの複合層を通して延びるビアを有し、絶縁基板のそれぞれに結
合された熱伝導トレースを互いに電気的に導通させる。複数の複合層に亘る複数の熱伝導
トレースの少なくとも１つは、発熱部品及び低耐熱性部品と電気的に導通し、複数の熱伝
導トレースの少なくとも１つは、発熱部品又は低耐熱性部品の少なくとも一方から電気的
に絶縁される。
【０００７】
　図面で説明する実施形態は、本質的には説明のため且つ例示的なものであり、特許請求
の範囲で定義される主題を限定することを意図するものではない。例示的実施形態の以下
の詳細な説明は、同様な構造が同様な参照符号で示される以下の図面と共に参照されると
きに理解される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本願で示され又は説明される１又は複数の実施形態に係る、複数の複合層を有し
た熱伝達管理装置の側面斜視図を概略的に示す。
【図２】本願で示され又は説明される１又は複数の実施形態に係る、熱伝達管理装置の複
合層の側面斜視図を概略的に示す。
【図３】本願で示され又は説明される１又は複数の実施形態に係る、複数の複合層を有し
た熱伝達管理装置の分解側面斜視図を概略的に示す。
【図４】線Ａ－Ａに沿って示された図２の熱伝達管理装置の側方断面図を概略的に示す。
【図５】線Ｂ－Ｂに沿って示された図２の熱伝達管理装置の側方断面図を概略的に示す。
【図６】本願で示され又は説明される１又は複数の実施形態に係る、複合層を有した熱伝
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達管理装置の上面図を概略的に示す。
【図７】本願で示され又は説明される１又は複数の実施形態に係る、複合層を有した熱伝
達管理装置の上面図を概略的に示す。
【図８】本願で示され又は説明される１又は複数の実施形態に係る、複合層を有した熱伝
達管理装置の上面図を概略的に示す。
【図９】本願で示され又は説明される１又は複数の実施形態に係る、複合層を有した熱伝
達管理装置の上面図を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　熱伝達管理装置に沿って熱の流れを方向付ける特徴を有した熱伝達管理装置の実施形態
について詳細に説明する。熱伝達管理装置は、それぞれが絶縁基板を有する１又は複数の
複合層と、その絶縁基板に結合された熱伝導トレースと、を有する。熱伝導体は、等方性
の絶縁基板に沿った熱流束の方向及び／又は割合とは異なる方向及び／又は割合で、複合
層に沿って熱エネルギを方向付ける。熱伝導体及び等方性構成の絶縁基板を有した複合層
を設けることによって、熱エネルギは、複合層に結合された電気部品の動作を向上させる
方向及び／又は割合で方向付けられ得る。熱伝達管理装置の様々な実施形態が本明細書に
おいてより詳細に説明される。
【００１０】
　ここで図１を参照すると、熱伝達管理装置１００の１つの実施形態が示される。本実施
形態において、熱伝達管理装置は、様々な電気部品が取り付けられる取り付け基板として
機能し得る複合層１２０を有する。さらに熱伝達管理装置１００は、共に複合層１２０に
結合された発熱部品マウント１３０と低耐熱性部品マウントとを有する。低耐熱性部品マ
ウント１３２は、発熱部品マウント１３０から離れて配置される。発熱部品２３０は、発
熱部品マウント１３０と共にアタッチメントによって熱伝達管理装置１００に取り付けら
れてもよい。同様に、低耐熱性部品２３２は、低耐熱性部品マウント１３２と共にアタッ
チメントによって熱伝達管理装置１００に取り付けられてもよい。
【００１１】
　図１に示された実施形態において、発熱部品２３０は、その動作に起因して発熱する電
子デバイスであってもよい。発熱部品２３０は、例えばコンピュータプロセッシングユニ
ット、グラフィカルプロセッシングユニット、チップセット等の集積回路を含む様々な電
子デバイスであってもよい。ある実施形態において、発熱部品２３０は、パワーインバー
タ、電圧整流器、電圧調整器等において使用されるような半導体デバイスであってもよい
。限定されるものではないが、例示的な半導体デバイスは、電気絶縁ゲート、バイポーラ
トランジスタ、金属酸化膜電界効果トランジスタ等を含む。動作中、概して発熱部品２３
０は、発熱部品２３０の設計された動作機能に起因した排熱としての熱を生成する。電気
部品は従来温度により誤動作を生じやすく、或いは、過熱状態となると永久的な故障を生
じさせかねないため、熱伝達管理装置１００における発熱部品２３０によって生成される
熱は、一般的に好ましいものではない。それにもかかわらず、発熱部品２３０は、広範囲
の温度で使用され続ける。
【００１２】
　さらに、図１に示された実施形態において、低耐熱性部品２３２は、例えば平面カプラ
、インダクタ／変圧器、高いＱ値の共振回路、検知器、電流検知抵抗、水晶発信器、配列
された光学的部品又はヒューマンインタフェース制御ボタンを含む、様々な感熱性の電子
デバイスから選択され得る。低耐熱性部品２３２の動作は、発熱部品２３０によって生成
された熱エネルギによって悪影響を及ぼされ得る。したがって、複合層１２０に結合され
た低耐熱性部品２３２の温度を管理するため、複合層１２０は、複合層１２０に沿って流
れる熱流束の方向及び／又は強度を変更する熱伝達管理特性を有する。
【００１３】
　図１に示された実施形態において、複合層１２０は、絶縁基板１４０と絶縁基板１４０
に結合された熱伝導トレース１４２とを有する。熱伝導トレース１４２は、例えば銅、銀
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、金、グラファイト、グラフェン又は他の炭素系熱伝導体を含む、高い熱伝導特性を有す
る任意の様々な材料から選択されてもよい。熱伝導トレース１４２は、絶縁基板１４０の
熱伝導率Ｋｉよりも大きな熱伝導率Ｋｃを有してもよい。ある実施形態において、Ｋｃは
、少なくともＫｉよりも大きな値のオーダーである。絶縁基板１４０は、例えば炭素又は
ガラス強化剤と結合され得るポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン、エポキシ等とい
ったプラスチックを含む、低い導電性を有する任意の様々な材料から選択されてもよい。
１つの実施形態において、絶縁基板１４０は、ガラス強化エポキシであるＦＲ－４から作
られてもよい。絶縁基板１４０は、熱伝導トレース１４２の熱伝導率Ｋｃよりも小さな熱
伝導率Ｋｉを有する。ある実施形態において、複合層１２０は、従来の製造技術によって
製造されたプリント回路基板であってもよい。ある実施形態において、熱伝導トレース１
４２は、絶縁基板１４０に少なくとも部分的に組み込まれてもよい。
【００１４】
　示された実施形態において、熱伝導トレース１４２は、概して互いに離間されてもよく
、これにより熱伝導トレース１４２は、互いに接触せずに絶縁基板１４０によって離間さ
れる。絶縁基板１４０によって互いに離間されるため、熱伝導トレース１４２は、互いに
熱的に絶縁され、これにより熱流束は、熱伝導トレース１４２の長さを横断する方向に伝
達するよりも、熱伝導トレース１４２の長さに沿ってより伝達しやすくなる。熱伝導トレ
ース１４２が互いに熱的に絶縁されたかどうかの決定は、熱伝導トレース１４２が互いに
電気的に絶縁されたことに基づいてもよく、これにより熱伝導トレース１４２及び絶縁基
板１４０の構成は、それぞれの複合層１２０内の熱伝導トレース１４２が互いに電気的に
導通されるのを防ぐ。
【００１５】
　さらに図１を参照すると、発熱部品マウント１３０及び低耐熱性部品マウント１３２の
配置は、発熱部品マウント１３０から低耐熱性部品マウント１３２へと延びる複数のシー
ルド経路突出部１８０を互いに対して形成するように構成される。図１に示された実施形
態において、複数のシールド経路突出部１８０は、発熱部品マウント１３０の外周１３１
から低耐熱性部品マウント１３２の外周１３３へと延びる。図１に示された実施形態にお
いて、複数のシールド経路突出部１８０から延びるシールド経路突出部１８０は、発熱部
品マウント１３０と低耐熱性部品マウント１３２との間の等方性の基板を通る熱流束の流
れの一般的な方向を示す。さらに熱伝達管理装置１００は、発熱部品マウント１３０から
外方へと延びる複数の収束経路突出部１８４を有してもよい。収束経路突出部１８４は、
発熱部品マウント１３０から目標熱排出領域１７０へと延びるように配置されてもよい。
収束経路突出部１８４は、収束経路突出部が概してシールド経路突出部１８０と重ならな
いように配置されてもよい。熱伝達管理装置１００のある実施形態において、熱伝導トレ
ース１４２は、概して収束経路突出部１８４と共に配列されるように配置されてもよい。
ある実施形態において、熱伝導トレース１４２の部分は、概してシールド経路突出部１８
０から離間された位置において収束経路突出部１８４と共に配列されてもよい。
【００１６】
　図１に示されるように、複数の熱伝導トレース１４２は、発熱部品マウント１３０から
低耐熱性部品マウント１３２へと延びるシールド経路突出部１８０を横断して配置される
。ある実施形態において、熱伝導トレース１４２は、発熱部品マウント１３０から低耐熱
性部品マウント１３２へと延びるシールド経路突出部１８０の一部又は全部に対して垂直
である。シールド経路突出部１８０近傍に配置された熱伝導トレース１４２は、第１の熱
伝達促進領域１５０内に配置される。シールド経路突出部１８０から遠位に配置された熱
伝導トレース１４２は、第２の熱伝達促進領域内に配置される。
【００１７】
　この位置内の熱伝導トレース１４２は、発熱部品２３０から低耐熱性部品２３２への熱
流束を変化させる。熱伝導トレース１４２は、絶縁基板１４０より高い熱伝導率を有する
ため、発熱部品マウント１３０に結合される発熱部品２３０によって生成された熱流束は
、熱伝導トレース１４２に沿って方向付けられ、且つ、発熱部品マウント１３０と低耐熱
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性部品マウント１３２との間のシールド経路突出部１８０を横切るように方向付けられる
傾向を有し得る。熱流束のシールド経路突出部１８０を横断する方向付けによって、発熱
部品２３０から低耐熱性部品マウント１３２への（すなわち低耐熱性部品２３２への）熱
の流入は、最小化され得る。これに対し、発熱部品２３０によって生成された熱は、熱伝
導トレース１４２に沿ってシールド経路突出部１８０から外方に、第２の熱伝達促進領域
１５２内へと方向付けられ、そこで熱流束は、低耐熱性部品マウント１３２から外方に（
又は離れるように）方向付けられる。
【００１８】
　さらに図１を参照すると、互いに入れ子配列１４８構成の複数の熱伝導トレース１４２
が配置されてもよく、これにより複数の熱伝導トレース１４２は、低耐熱性部品マウント
１３２周りで概して凹状となる。入れ子配列１４８で配置された複数の熱伝導トレース１
４２は、第１の熱伝達促進領域１５０内で規定される経路長さを概して有し、その領域内
において、低耐熱性部品マウント１３２近傍に配置された熱伝導トレース１４２の経路長
さは、低耐熱性部品マウント１３２の遠位に配置された熱伝導トレース１４２の経路長さ
より短い。熱伝導トレース１４２の入れ子配列１４８の方向は、熱伝導トレース１４２に
亘る熱流束を低減し得る。逆に、熱流束は、熱伝導トレース１４２の長さに沿って方向付
けられてもよく、これにより、熱流束は、低耐熱性部品マウント１３２から熱排出を目的
とする熱伝達管理装置の要素へと向かって外方へと案内され得る。
【００１９】
　積層体１１０内の熱伝導トレース１４２の一部の組は、発熱部品マウント１３０及び／
又は低耐熱性部品マウント１３２と電気的に導通されて配置されてもよい。熱伝導トレー
ス１４２のこの一部の組は、導電体１４４として識別され得る。発熱部品マウント１３０
及び／又は低耐熱性部品マウント１３２と電気的に導通した導電体１４４は、関連した発
熱部品マウント１３０及び／又は低耐熱性部品マウント１３２に対して電力を伝えてもよ
く、且つ／又は、発熱部品マウント１３０及び／又は低耐熱性部品マウント１３２に対し
て電気信号を伝えてもよい。導電体１４４は、その長さに沿って電気及び熱の両方を伝え
てもよい。
【００２０】
　導電体１４４を含む熱伝導トレース１４２は、複合層１２０に沿って熱流束の方向を案
内するため、複合層１２０内に配置されてもよい。理論と結びつけることなく、熱流束は
、全ての方向において高温領域から低温領域へと「拡散する」傾向にある。熱伝導トレー
ス１４２の絶縁基板１４０への配置によって、熱流束は、熱伝導トレース１４２に沿って
優先的に方向付けられ、熱の拡散パターンを変更する。積層体１１０に沿った熱流束の方
向を制御することによって、積層体１１０に取り付けられた低耐熱性部品２３２の温度上
昇は、最小化でき、これにより、好ましくない低耐熱性部品２３２へと流される熱流束を
最小化することによって、低耐熱性部品２３２の機能を向上させる。さらに、少なくとも
発熱部品マウント１３０又は低耐熱性部品マウント１３２の一方から電気的に絶縁された
熱伝導トレース１４２は、発熱部品マウント１３０及び低耐熱性部品マウント１３２と電
気的に導通した導電体１４４よりも熱流束を流す。
【００２１】
　図１をさらに参照すると、熱伝達管理装置１００は、複合層１２０と結合された目標熱
排出領域１７０を有してもよい。図１に示された実施形態において、目標熱排出領域１７
０は、複数の熱伝導トレース１４２に結合される。これらの熱伝導トレース１４２に沿っ
て方向付けられた熱流束は、目標熱排出領域１７０内へと案内されてもよい。目標熱排出
領域１７０は、熱流束を周辺環境へと排出するように構成されてもよく、これにより、熱
伝達管理装置１００内に残る熱を減少させる。熱流束は、自然対流によって周辺環境へと
排出されてもよい。ある実施形態において、目標熱排出領域１７０は、公知のヒートシン
ク（図示せず）を含んでもよい。熱伝導トレース１４２に沿って発熱部品マウント１３０
から目標熱排出領域１７０へと流れる熱流束は、熱伝導トレース１４２の領域の部分が、
概して第２の熱伝達促進領域１５２を形成する発熱部品マウント１３０と目標熱排出領域
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１７０との間に配置されるように、従来の複合層よりも大きな割合で案内されてもよい。
これらの領域において、発熱部品マウント１３０から目標熱排出領域１７０において評価
される伝導性熱伝達は、同じ方向に沿って絶縁基板１４０から流れる伝導性熱伝達より大
きい。
【００２２】
　熱流束は、導電体１４４を含む全ての熱伝導トレース１４２に沿って方向付けられ得る
ため、導電体１４４は、いくらかの熱流束を発熱部品マウント１３０から低耐熱性部品マ
ウント１３２へと方向付けることができる。しかしながら、第２の熱伝達促進領域１５２
及び第１の熱伝達促進領域１５０内の複数の熱伝導トレース１４２の構成のため、複合層
１２０に沿った熱流束の流れは、最初は（primarily）導電体１４４ではなく、絶縁基板
１４０及び熱伝導トレース１４２に沿って方向付けられてもよい。導電体１４４は、複合
層１２０に沿った熱伝達流れのわずかな部分を占めるため、複合層１２０に沿った熱伝達
流れは、特定のエンドユーザーの用途の熱管理要求に応じて、絶縁基板１４０に沿った導
電体１４４の構成によって効果的に案内され得る。図１に示された実施形態において、熱
流束は、低耐熱性部品マウント１３２に結合された低耐熱性部品２３２に伝達される熱流
束が最小化され得るように、低耐熱性部品マウント１３２から外方に案内されてもよい。
【００２３】
　ここで図２を参照すると、複数の複合層１２０を含む積層体１１０を有した熱伝達管理
装置１００が示される。積層体１１０は、図３において分解された状態の複合層１２０で
示される。図１を参照して上述した複合層１２０の実施形態と同様に、図２に示された実
施形態の積層体１１０の実施形態は、特定のエンドユーザーの用途の要求に応じて、熱流
束を案内する構成で絶縁基板１４０に結合された、複数の熱伝導トレース１４２をそれぞ
れが有する複数の複合層１２０を有してもよい。図２に示された実施形態において、熱伝
導トレース１４２は、絶縁基板１４０に対して、発熱部品マウント１３０と低耐熱性部品
マウント１３２との間の第１の熱伝達促進領域１５０内、及び、第１の熱伝達促進領域１
５０の外側の位置における熱伝達促進領域内に配置される。積層体１１０を形成する複数
の複合層１２０に亘る伝導性熱伝達を変化させることによって、熱伝達管理装置１００に
沿った熱伝達は、複数の複合層１２０に沿って目的とする温度特性を提供するための目標
とされ得る。
【００２４】
　ここで図３を参照すると、積層体１１０の複合層１２０は、分解された状態で示される
。複合層１２０のそれぞれは、絶縁基板１４０に結合された熱伝導トレース１４２を有し
てもよい。示された実施形態において、積層体１１０の複合層１２０のそれぞれは、絶縁
基板１４０に対し、発熱部品マウント１３０及び低耐熱性部品マウント１３２に対して類
似又は同一パターンで構成された熱伝導トレース１４２を有する。しかし、当然のことな
がら、積層体１１０のいくつかの実施形態は、異なる複合層１２０に亘る、異なる又は非
類似の構成で配置された熱伝導トレース１４２及び絶縁基板１４０を有してもよい。
【００２５】
　図２及び図３を共に参照すると、第１の熱伝達促進領域１５０は、発熱部品マウント１
３０から低耐熱性部品マウント１３２への第１の方向において方向付けられた熱流束を減
ずることができる。熱伝導トレース１４２に沿った熱伝達を絶縁基板１４０と比して増大
させることによって、熱流束の流れの方向は、熱伝導トレース１４２及び絶縁基板１４０
の配置が熱伝導トレース１４２に沿って熱流束を案内するように少なくとも部分的に制御
され得る。熱伝導トレース１４２及び絶縁基板１４０の特定の配置において、低耐熱性部
品マウント１３２から離れるような熱流束の案内によって、低耐熱性部品２３２の動作は
向上する。第１の熱伝達促進領域１５０に亘る発熱部品マウント１３０から低耐熱性部品
マウント１３２への第１の方向において評価される積層体１１０の熱伝導率は、絶縁基板
１４０の熱伝導率よりも低くてもよい。
【００２６】
　さらに図２及び図３を参照すると、積層体１１０の実施形態は、熱伝導トレース１４２
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及び絶縁基板１４０をそれぞれ有する複数の複合層１２０を有してもよい。少なくとも１
つの複合層１２０において、熱伝導トレース１４２及び絶縁基板１４０が第１の熱伝達促
進領域１５０及び熱伝達促進領域１５２内に配置されてもよい。上述したように、第１の
熱伝達促進領域１５０は、優先的に発熱部品マウント１３０と低耐熱性部品マウント１３
２との間における第１の方向からの熱流束を案内してもよい。第２の熱伝達促進領域１５
２は、第１の熱伝達促進領域１５０の外側の位置において、積層体１１０に沿った熱流束
を増加してもよい。図２及び図３に示された実施形態において、第２の熱伝達促進領域１
５２は、低耐熱性部品２３２の温度を下げるため、低耐熱性部品マウント１３２からの熱
流束を案内してもよい。
【００２７】
　複数の複合層１２０は、熱伝導トレース１４２及び絶縁基板１４０を通る熱流束の熱伝
導によって、優先的に積層体１１０の厚みを通る熱流束を方向付けることにより、熱流束
を変化させてもよい。積層体１１０内に第１の熱伝達促進領域１５０及び熱伝達促進領域
１５２をそれぞれ有する複数の複合層１２０を組み込むことによって、発熱部品２３０と
低耐熱性部品２３２との間の熱流束の遮断及び収束の効果は、１つの複合層１２０と比較
して向上する。こうした積層体１１０は、複合層１２０を通る熱伝達を同時に管理するこ
とができる。したがって、複数の複合層１２０を有する積層体１１０は、第１の熱伝達促
進領域１５０及び熱伝達促進領域１５２を有する１つの複合層１２０よりも優れた制御に
より、熱流束の流れを管理することができる。
【００２８】
　ある実施形態において、絶縁基板１４０における熱伝導トレース１４２の配置は、全て
の複合層１２０に亘り統一されてもよい。他の実施形態において、熱伝導トレース１４２
は、発熱部品２３０と低耐熱性部品２３２との間の熱流束管理における熱伝導トレース１
４２の効果的使用のため、それぞれの複合層１２０に亘り選択的に配置されてもよい。例
えば、ある実施形態において、発熱部品２３０から近傍に配置された複合層１２０と比較
して、より少ない熱伝導トレース１４２が発熱部品２３０から遠位に配置された複合層１
２０に配置されてもよい。こうした構成は、熱流束が絶縁基板１４０を通って拡散する傾
向となり、これにより、発熱部品２３０から遠位に配置された複合層１２０内に配置され
た熱伝導トレース１４２のいくらかの部分の効果を最小化する。
【００２９】
　ある実施形態において、異なる複合層１２０に沿って配置された熱伝導トレース１４２
は、複合層１２０の１つの少なくとも部分的厚さで延びるビア１６０で互いに電気的に結
合されてもよい。ビア１６０は、熱伝導体である材料で形成されてもよい。ある実施形態
において、ビア１６０は、熱伝導トレース１４２と同一の材料で形成されてもよい。ある
実施形態において、ビア１６０は、熱伝導トレース１４２の熱伝導率と略等しい熱伝導率
を有してもよい。ある実施形態において、ビアと１６０は、熱流束及び電気的エネルギの
両方を１つの複合層１２０から別の複合層１２０へと導通させてもよい。図４に示された
実施形態において、それぞれの複合層１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃ、１２０ｄは、複合
層１２０のそれぞれに沿って熱伝導トレース１４２がビア１６０と熱的に導通するように
、ビア１６０近傍の位置へと延びる熱伝導トレース１４２を有し、したがって、熱伝導ト
レース１４２のそれぞれは、互いに熱的連続状態となる。
【００３０】
　図４に示された実施形態において、複数のビア１６０は、複数の複合層１２０ａ、１２
０ｂ、１２０ｃ、１２０ｄを通して延びる。ビア１６０は、異なる複合層１２０に沿って
配置された熱伝導トレース１４２を横断するように配置される。例えば、図４に示された
ように、ビア１６０は、最も上にある複合層１２０ａから、中間の複合層１２０ｂ、１２
０ｃを通って、最も下にある複合層１２０ｄへと延びる。示された実施形態において、ビ
ア１６０は、異なる複合層１２０に沿って配置された熱伝導トレース１４２に接触するよ
うに配置され、これにより、異なる複合層１２０に沿って配置された熱伝導トレース１４
２は、互いに熱的に導通するように配置される。
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【００３１】
　図４に示された実施形態とは異なり、図５に示された実施形態において、ビア１６０は
、最も上にある複合層１２０ａ及び最も下にある複合層１２０ｄの熱伝導トレース１４２
と接触する。ビア１６０は、最も上にある複合層１２０ａの熱伝導トレース１４２を最も
下にある複合層１２０ｄの熱伝導トレース１４２と熱的導通状態とする。ビア１６０は、
熱流束の効率的な導体であるため、最も上にある複合層１２０ａ近傍（例えば発熱部品２
３０）で生成された熱流束は、ビア１６０に沿って最も上にある複合層１２０ａから最も
下にある複合層１２０ｄの熱伝導トレース１４２へと伝達され得る。したがって、熱流束
は、熱伝達管理装置１００の発熱部品２３０から離間した複合層１２０に沿って配置され
る熱伝導トレース１４２によって案内され得る。
【００３２】
　異なる複合層１２０近傍に配置された熱伝導トレース１４２で熱流束を案内することに
よって、発熱部品２３０及び低耐熱性部品２３２が結合された複合層１２０よりも、発熱
部品２３０から低耐熱性部品２３２に案内された熱流束は最小化され得る。
【００３３】
　再び図２及び図３を参照すると、熱伝導トレース１４２の一部の組である導電体１４４
は、発熱部品２３０と低耐熱性部品２３２との間の電気的導通が必要な複合層１２０に配
置されてもよい。図２に示された実施形態において、導電体１４４は、積層体１１０の最
も上にある複合層１２０ａに配置される。積層体１１０の複合層１２０は、導電体１４４
から離間している。他の複合層１２０に配置された導電体１４４を有した積層体１１０の
他の実施形態は、以下でより詳細に説明される。本開示に係る積層体１１０の実施形態は
、熱伝導トレース１４２及び導電体１４４を共に複合層１２０内に組み込んでもよい。導
電体１４４から電気的に絶縁された熱伝導トレース１４２を組み込むことによって、積層
体１１０は、積層体１１０に沿った熱流束を管理する一方で、積層体１１０に結合された
電気部品間の（すなわち発熱部品２３０と低耐熱性部品２３２との間の）電気的導通を同
時に維持する。さらに、導電体１４４が熱を伝えるため、複数の複合層１２０のそれぞれ
に亘る熱伝導トレース１４２の構成は、導電体１４４を通して方向付けられた熱流束を支
配することができ、これにより、積層体１１０に沿った全体の熱流束は、設計基準を満た
す。
【００３４】
　さらに図２及び図３に示された実施形態を参照すると、発熱部品マウント１３０及び低
耐熱性部品マウント１３２から電気的に絶縁された熱伝導トレース１４２は、導電体１４
４に沿って方向付けられた熱流束の効果が、熱伝導トレース１４２に沿って優先的に方向
付けられた熱流束と比較して最小化されるように配置される。図２及び図３に示された実
施形態において、発熱部品マウント１３０と低耐熱性部品マウント１３２との間の中間位
置において、熱伝導トレース１４２は、低耐熱性部品マウント１３２と電気的に導通した
導電体１４４よりも、低耐熱性部品マウント１３２のより近くに配置される。熱伝導トレ
ース１４２を低耐熱性部品マウント１３２のより近くに配置することによって、導電体１
４４から低耐熱性部品マウント１３２へと拡散する熱流束の効果は最小化され得る。さら
に、図２及び図３に示されたように、発熱部品マウント１３０及び／又は低耐熱性部品マ
ウント１３２と電気的に導通した少なくとも１つの導電体１４４は、低耐熱性部品マウン
ト１３２から電気的に絶縁された熱伝導トレース１４２よりも長い経路長さを有してもよ
い。同様に、熱伝導トレース１４２の厚さは、導電体１４４の厚さより厚くてもよい。導
電体１４４の経路長さ及び／又は厚さを変更することによって、熱伝導トレース１４２と
比較したとき、導電体１４４の熱伝導に対する抵抗は、熱伝導トレース１４２と比較して
より少ない熱流束が導電体１４４に沿って方向付けられ得るように、熱伝導トレース１４
２と比較したときより増加し得る。
【００３５】
　図１から図３を参照すると、本開示に係る熱伝達管理装置１００は、積層体１１０に沿
って効果的に熱流束を方向付け手法で案内するため、熱伝導トレース１４２の異方性の構
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成を絶縁基板１４０内に組み込んでもよい。例えば、図１から図３に示された実施形態に
おいて、熱伝導トレース１４２及び導電体１４４の構成は、本明細書に記載の特定の設計
により、発熱部品マウント１３０から低耐熱性部品マウント１３２に案内された熱流束を
最小化するように、効果的に熱流束を案内する。熱流束の方向付けは、第１の方向におい
て熱流束を増加させ且つ第２の方向において熱流束を減少させる、熱伝導トレース１４２
の異方性の構成によって生じ得る。
【００３６】
　図１から図３に示された実施形態において、異方性の構成は、低耐熱性部品マウント１
３２の周りで評価され得る。示された実施形態において呈されるように、熱伝導トレース
１４２は、低耐熱性部品マウント１３２の周りで異方性の構成で発熱部品マウント１３０
と低耐熱性部品マウント１３２との間に配置される。図２及び図３に示された実施形態に
おいて、複合層１２０のそれぞれは、低耐熱性部品マウント１３２の周りで評価される、
非円形又は極性対称の熱伝導トレース１４２を有する。図２及び図３の積層体１１０の複
合層１２０のそれぞれは、熱伝導トレース１４２の類似した構成を有するため、積層体１
１０は、低耐熱性部品マウント１３２の周りで評価される非円形又は球対称を有する。し
たがって、絶縁基板１４０の熱伝導トレース１４２の異方性の構成は、積層体１１０に沿
った熱流束の方向を維持する。
【００３７】
　少なくとも部分的に絶縁基板１４０に組み込まれた熱伝導トレース１４２を有する複合
層１２０の実施形態は、熱伝達管理装置１００に沿った定常の熱伝達における熱伝導トレ
ース１４２及び絶縁基板１４０の効果について本明細書中に概して記載された。しかし、
当然のことながら、熱伝導トレース１４２として使用された特定の材料及び絶縁基板１４
０に対する熱伝導トレース１４２の寸法は、熱伝達管理装置１００の熱容量に適用するよ
うに変更されてもよく、これにより、熱伝達管理装置１００の熱伝達反応を管理する。
【００３８】
　ここで図６を参照すると、複合層３２０を有する熱伝達管理装置３００の別の実施形態
が示される。この実施形態において、熱伝達管理装置３００は、発熱部品マウント１３０
に結合された発熱部品２３０と、第１の低耐熱性部品マウント１３２ａに結合された第１
の低耐熱性部品２３２ａと、第２の低耐熱性部品マウント１３２ｂに結合された第２の低
耐熱性部品２３２ｂと、を有する。上述した実施形態と同様、発熱部品２３０は、その動
作中に熱を生じる。発熱部品２３０によって生成された熱は、周辺環境へと排出される。
【００３９】
　第１の低耐熱性部品マウント１３２ａ及び第２の低耐熱性部品マウント１３２ｂへと伝
達される熱の量を最小化するため、複数の熱伝導トレース１４２が絶縁基板１４０に結合
される。複数の熱伝導トレース１４２は、発熱部品マウント１３０と第１及び第２の低耐
熱性部品マウント１３２ａ、１３２ｂとの間、及び、第１の低耐熱性部品マウント１３２
ａと第２の低耐熱性部品マウント１３２ｂとの間の第１の熱伝達促進領域１５０に配置さ
れる。熱伝導トレース１４２は、発熱部品マウント１３０と第１及び第２の低耐熱性部品
マウント１３２ａ、１３２ｂとの間で延びるシールド経路突出部１８０を横断して配置さ
れる。さらに、複合層３２０は、第１の低耐熱性部品マウント１３２ａと第２の低耐熱性
部品マウント１３２ｂとの間で延びる中間シールド経路突出部１８２を横断して配置され
る複数の熱伝導トレース１４２を有する。シールド経路突出部１８０及び中間シールド経
路突出部１８２から離間された位置において、熱伝導トレース１４２は、第２の熱伝達促
進領域１５２に配置される。熱伝導トレース１４２は、熱伝導トレース１４２に沿って熱
流束を案内してもよく、概して低耐熱性部品マウント１３２から離れる方向であって熱流
束が周辺環境へと排出される位置へと向かう方向、例えば目標熱排出領域（図示せず）へ
と向かう方向に熱流束を案内してもよい。
【００４０】
　ここで図７を参照すると、複合層４２０を有した熱伝達管理装置４００の別の実施形態
が示される。この実施形態において、熱伝達管理装置４００は、発熱部品マウント１３０
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に結合された発熱部品２３０と、第１の低耐熱性部品マウント１３２ａに結合された第１
の低耐熱性部品２３２ａと、第２の低耐熱性部品マウント１３２ｂに結合された第２の低
耐熱性部品２３２ｂと、を有する。
【００４１】
　第１の低耐熱性部品マウント１３２ａ及び第２の低耐熱性部品マウント１３２ｂに伝達
される熱の量を最小化するため、複数の熱伝導トレース１４２は、絶縁基板１４０に結合
される。複数の熱伝導トレース１４２は、発熱部品マウント１３０と第１及び第２の低耐
熱性部品マウント１３２ａ、１３２ｂとの間、及び、第１の低耐熱性部品マウント１３２
ａと第２の低耐熱性部品マウント１３２ｂとの間の第１の熱伝達促進領域１５０に配置さ
れる。図６に示された実施形態と同様に、図７に示された熱伝達管理装置４００の実施形
態は、発熱部品マウント１３０と第１及び第２の低耐熱性部品マウント１３２ａ、１３２
ｂとの間で延びてシールド経路突出部１８０を横断するように配置された複数の熱伝導ト
レース１４２を有する。さらに、複合層４２０は、第１の低耐熱性部品マウント１３２ａ
と第２の低耐熱性部品マウント１３２ｂとの間で延びる中間シールド経路突出部１８２を
横断して配置された複数の熱伝導トレース１４２を有する。シールド経路突出部１８０及
び中間シールド経路突出部１８２から離間して配置された位置において、熱伝導トレース
１４２は、第２の熱伝達促進領域１５２に配置される。熱伝導トレース１４２は、熱伝導
トレース１４２に沿って熱流束を案内してもよく、概して低耐熱性部品マウント１３２か
ら離れる方向であって熱流束が周辺環境に排出される位置へと向かう方向、例えば目標熱
排出領域（図示せず）へと向かう方向に熱流束を案内してもよい。
【００４２】
　図８を参照すると、複合層５２０を有した熱伝達管理装置５００の別の実施形態が示さ
れる。本実施形態において、熱伝達管理装置５００は、発熱部品マウント１３０ａ、１３
０ｂのそれぞれを通して複合層５２０に結合された２つの発熱部品２３０ａ、２３０ｂと
、低耐熱性部品マウント１３２ａ、１３２ｂのそれぞれを通して複合層５２０に結合され
た２つの低耐熱性部品２３２ａ、２３２ｂと、を有する。
【００４３】
　上述した実施形態と同様に、第１及び第２の低耐熱性部品マウント１３２ａ、１３２ｂ
に伝達される熱の量を最小化するため、複数の熱伝導トレース１４２は、絶縁基板１４０
に結合される。複数の熱伝導トレース１４２は、第１及び第２の発熱部品マウント１３０
ａ、１３０ｂと、第１及び第２の低耐熱性部品マウント１３２ａ、１３２ｂとの間の第１
の熱伝達促進領域１５０内に配置される。複数の熱伝導トレース１４２を含む、図９に示
された熱伝達管理装置５００の実施形態は、第１及び第２の発熱部品マウント１３０ａ、
１３０ｂと、第１及び第２の低耐熱性部品マウント１３２ａ、１３２ｂとの間で延びるシ
ールド経路突出部１８０を横断して配置される。シールド経路突出部１８０から離間され
た位置において、熱伝導トレース１４２は、第２の熱伝達促進領域１５２に配置される。
熱伝導トレース１４２は、熱伝導トレース１４２に沿って熱流束を案内してもよく、概し
て低耐熱性部品マウント１３２から離れる方向であって熱流束が周辺環境へと排出される
位置へと向かう方向、例えば複合層５２０の外周を含む複合層５２０の周縁へと向かう方
向に熱流束を案内してもよい。
【００４４】
　図８に示された実施形態において、発熱部品マウント１３０ａ、１３０ｂと複合層５２
０の周縁との間に配置された熱伝導トレース１４２の部分は、熱伝達促進領域に配置され
てもよい。これらの位置において、熱伝導トレース１４２は、隣接する熱伝導トレース１
４２が複合層５２０の周縁近傍の位置において評価される他方から離れて広がるように配
置される。第１及び第２の発熱部品マウント１３０ａ、１３０ｂからの距離を増すにつれ
離れて広がる構成で、絶縁基板１４０に沿って熱伝導トレース１４２を配置することによ
って、（第１及び第２の発熱部品マウント１３０ａ、１３０ｂに結合される）第１及び第
２の発熱部品２３０ａ、２３０ｂによって生成される熱流束の実質的部分は、複合層５２
０の周縁に向かって、且つ、第１及び第２の低耐熱性部品マウント１３２ａ、１３２ｂか
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ら離れるように方向付けられる。さらに、第１及び第２の発熱部品マウント１３０ａ、１
３０ｂと、第１及び第２の低耐熱性部品マウント１３２ａ、１３２ｂとの間の低減された
熱伝達領域と比較すると、第１及び第２の発熱部品マウント１３０ａ、１３０ｂから評価
される伝導性熱伝達係数は、熱伝達促進領域に対応する方向において、より大きい。した
がって、目的とする方向及び低耐熱性部品マウント１３２ａ、１３２ｂから離れる方向へ
と熱流束の流れを促進することによって、低耐熱性部品マウント１３２ａ、１３２ｂの温
度上昇は、最小化され得る。
【００４５】
　図９を参照すると、熱伝達管理装置６００の付加的な実施形態が示される。これらの実
施形態において、熱伝達管理装置６００は、絶縁基板１４０に結合された複数の熱伝導ト
レース１４２を備える少なくとも１つの複合層６２０を有する。熱伝達管理装置６００は
、発熱部品マウント１３０によって複合層６２０に結合された発熱部品２３０を有する。
さらに熱伝達管理装置６００は、低耐熱性部品マウント１３２によって複合層６２０に結
合された低耐熱性部品２３２を有する。さらに複合層６２０は、発熱部品マウント１３０
及び低耐熱性部品マウント１３２と電気的に導通した少なくとも１つの熱伝導トレース１
４２と、発熱部品マウント１３０又は低耐熱性部品マウント１３２の少なくとも一方から
電気的に絶縁された少なくとも１つの熱伝導トレース１４２と、を有する。上述したよう
に、発熱部品マウント１３０及び低耐熱性部品マウント１３２と電気的に導通した熱伝導
トレース１４２は、本明細書において熱伝導トレース１４２の一部の組の導電体１４４と
呼ばれ得る。
【００４６】
　図９に示された熱伝達管理装置６００の少なくともいくつかの熱伝導トレース１４２は
、発熱部品マウント１３０及び低耐熱性部品マウント１３２を互いに電気的に導通させる
と共に、それらの長さに沿って熱流束を伝達する。これらの熱伝導トレース１４２は、導
電体１４４として示される。複数の熱伝導トレース１４２の形状及び構成のため、発熱部
品マウント１３０に結合された発熱部品２３０によって生成された熱流束は、低耐熱性部
品マウント１３２から離れるように効果的に案内され、これによって、発熱部品２３０に
よって生成された熱流束は、低耐熱性部品２３２において小さな影響しか与えない。しか
しながら、複数の非導電性の熱伝導トレース１４２及び導電性の熱伝導トレース１４２（
導電体１４４）の形状及び構成は、発熱部品マウント１３０と低耐熱性部品マウント１３
２との間の電気的導通性をも維持し、これにより、発熱部品マウント１３０と低耐熱性部
品マウント１３２との間で電気信号が送信されてもよい。
【００４７】
　複合層６２０は、絶縁基板１４０に結合された複数の熱伝導トレース１４２を有する。
示された実施形態において、複数の熱伝導トレース１４２は、発熱部品マウント１３０と
低耐熱性部品マウント１３２との間の位置において入れ子配列１４８に配置され、これに
よって比較的内側の位置に配置された熱伝導トレース１４２は、比較的外側の位置に配置
された熱伝導トレース１４２より短い経路長さを有する。さらに、比較的内側の位置に配
置された熱伝導トレース１４２は、発熱部品マウント１３０及び低耐熱性部品マウント１
３２の両方から電気的に絶縁されるため、電気的且つ熱的な伝達によって発熱部品２３０
及び低耐熱性部品２３２から案内される熱流束は、熱伝導トレース１４２の比較的内側の
位置において最小化され得る。逆に、発熱部品２３０及び低耐熱性部品２３２からの電気
的且つ熱的伝達によって生じた熱流束は、比較的外側に配置された熱伝導トレース１４２
に沿って方向付けられてもよく、これによって、熱流束は、低耐熱性部品マウント１３２
に対する案内を低減される。
【００４８】
　さらに図９を参照すると、複合層６２０は、熱伝導トレース１４２を概して横断する方
向に延びる複数の熱伝導体相互連結部１４７を有する。複数の熱伝導体相互連結部１４７
は、概して熱流束の方向（すなわち、熱伝導トレース１４２の経路に沿った方向）を横断
する方向に延びる。熱伝導体相互連結部１４７は、熱伝導トレース１４２の部分を互いに
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電気的且つ熱的に導通させてもよい。図９に示された実施形態において、熱伝導体相互連
結部１４７は、熱伝導トレース１４２の方向を概して横断する方向に延び、且つ、熱伝導
トレース１４２を互いに電気的且つ熱的に導通させ、これによって最も外側にある熱伝導
トレース１４２は、低耐熱性部品マウント１３２と電気的且つ熱的に導通され得る。熱伝
導トレース１４２のこれらの部分は、導電体１４４とみなされる。さらに最も外側にある
熱伝導トレース１４２は、発熱部品マウント１３０と電気的かつ熱的に導通しているため
、発熱部品マウント１３０及び低耐熱性部品マウント１３２は、互いに電気的かつ熱的導
通状態を維持される。しかしながら、より内側に配置された熱伝導トレース１４２は、発
熱部品マウント１３０及び低耐熱性部品マウント１３２と電気的かつ熱的に導通しないこ
ととなり得るため、これらのより内側に配置された熱伝導トレース１４２に沿って伝達さ
れる熱流束は、低耐熱性部品マウント１３２から離れるように方向付けられ得る。発熱部
品２３０によって生成された熱の実質的な部分は、発熱部品マウント１３０及び低耐熱性
部品マウント１３２から電気的に絶縁された熱伝導トレース１４２の部分に沿って方向付
けられ得る。発熱部品２３０によって生成された熱の実質的な部分（又は大部分）は、（
例えば熱流束を目標熱排出領域１７０へと方向付けることによって）周辺環境へと排出さ
れてもよく、低耐熱性部品マウント１３２によって複合層６２０に結合された低耐熱性部
品２３２から離れるように伝達されてもよい。したがって熱流束は、熱伝導トレース１４
２の構成及び配置によって低耐熱性部品マウント１３２から離れるように効果的に案内さ
れることができ、これによって、低耐熱性部品２３２と発熱部品２３０との間の電気的導
通性を維持しつつ、発熱部品２３０によって案内された熱によって生じ得る低耐熱性部品
２３２の動作時のいかなる悪影響も最小化される。上述したような熱伝導トレース１４２
及び絶縁基板１４０の組込による熱流束の案内によって、低耐熱性部品２３２の向上した
機能が実現され得る。
【００４９】
　当然のことながら、特定のエンドユーザーの用途の要求を満たす熱伝達管理装置を提供
するため、上述した様々な実施形態の特定の要素を組み合わせてもよい。特定の実施形態
において、熱伝達管理装置は、絶縁基板に結合された熱伝導トレースの様々な構成を有し
た１又は複数の複合層を有してもよい。複数の複合層を有する熱伝達管理装置は、複合層
の厚み部を通るビアを有してもよく、異なる複合層の熱伝導トレースを互いに熱的に導通
させる。
【００５０】
　当然のことながら、本開示に係る熱伝達管理装置は、積層体を形成するために互いに結
合された複数の複合層を含む。複合層のそれぞれは、部分的に絶縁基板に組み込まれた熱
伝導体を有し、熱伝導体は、発熱部品から低耐熱性部品へと向かう方向の熱流束を減ずる
第１の熱伝達促進領域１５０内、及び、熱伝導体が組み込まれていない設計と比較して発
熱部品から低耐熱性部品へと向かう方向の熱流束を増す第２の熱伝達促進領域１５２内に
構成される。絶縁基板における熱伝導体の選択的な配置によって、熱流束は、低耐熱性部
品の周辺の温度上昇を最小化するため、効果的に案内されることができる。
【００５１】
　上述した熱伝達管理装置によって提供される伝導性熱伝達特性について本明細書におい
て詳細な説明がなされたが、上述した説明は、定常動作における熱伝達に関するものであ
る。当然のことながら、熱伝達管理装置のパラメータは、熱伝達の管理を含む特定のエン
ドユーザーの要求に適合するように変更されてもよい。伝達時間フレームにおける熱流束
の管理は、熱伝達管理装置で使用する材料、例えば熱伝導トレース、絶縁基板、ビア、発
熱部品マウント、低耐熱性部品マウント及び目標熱排出領域を変更することによって適合
され得る。さらに、任意の１つの複合層に沿った伝達時間フレームにおける熱流束の管理
のため、絶縁基板に対する熱伝導トレースの構成は、隣接する熱伝導トレースと熱伝導ト
レースの形状との間の相対的配置と共に、熱伝導トレースの断面積の変更を含め変更され
てもよい。特定の熱伝達特性に適合するために変更され得る要素のリストは、例示的且つ
非限定的なサンプルとみなされるべきものである。
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【００５２】
　本明細書において、「略」及び「約」という語は、任意の定量比較、値、計測又は他の
代表値に帰する不確かさの固有の程度を示すために使用され得ることに留意されたい。さ
らに本明細書においてこれらの語は、本願に係る主題の基本的機能を変更することなく記
載された参照値から定量的代表値が変化し得る程度を示すために使用される。
【００５３】
　特定の実施形態が示され且つ記載されたが、当然のことながら、特許請求された主題の
精神及び範囲から逸脱することなく様々な他の変更及び変形がなされてもよい。さらに、
特許請求された主題の様々な態様が本明細書において説明されてきたが、斯かる態様は、
組み合わせて使用される必要はない。したがって、添付の特許請求の範囲は、特許請求さ
れた主題の範囲内のこうした全ての変更及び変形を包含することを意図するものである。
【符号の説明】
【００５４】
　１００　　熱伝達管理装置
　１２０　　複合層
　１３０　　発熱部品マウント
　１３１　　外周
　１３２　　低耐熱性部品マウント
　１３３　　外周
　１４０　　絶縁基板
　１４２　　熱伝導トレース
　１４４　　導電体
　１５０　　第１の熱伝達促進領域
　１５２　　第２の熱伝達促進領域
　１７０　　目標熱排出領域
　１８４　　収束経路突出部
　２３０　　発熱部品
　２３２　　低耐熱性部品
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